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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FERRITE CORES - GUIDELINES ON THE LIMITS
OF SURFACE IRREGULARITIES -

Part 2: RM-cores

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo { omprising
all ngdtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The i promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in the e fields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Stanrd 3 h’lcatlons
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guige € 6 as “IEC
Publigation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; agy IE ati S ib nterested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory wopks and non-
goverpmental organizations liaising with the IEC also part|C|pate iA_this™preparats bs closely
with the International Organization for Standardization (ISO) i ... ions detenqmined by
agreement between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters wa ible, international
consehsus of opinion on the relevant subjects since & from all
interegted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recomt National
Comnlittees in that sense. While all reason nt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be h r for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatignal uniformit . blications
transparently to the maxirgim i ir natignal and regional publications. Any divergence

betwegn any IEC Publicatio ¢ correspQnding national 6r regional publication shall be clearly indicated in
the lafter.
5) IEC itp onformity

assespment servi
services carried ®

e for any

6) Allus

7) No lia perts and
membj amage or
other fees) and
expenp bther IEC
Publig

8) Attent ications is
indisp

9) Attent 9 subject of
paten{ rights<IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60424-2 has been prepared by technical committee 51: Magnetic
components and ferrite materials.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) addition of crystallites in 3.6 and of pores in 3.7.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
51/1108/FDIS 51/1122/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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FERRITE CORES - GUIDELINES ON THE LIMITS
OF SURFACE IRREGULARITIES -

Part 2: RM-cores

1 Scope

This pa

t of IEC 60424 provides guidelines on the allowable limits of surface irre

applical]

This st3
betweern
referend

2 Nol

The foll
are indi
undated
applies.

3 Limi

31 Vi

To facil
location

le to RM-cores in accordance with the relevant generic specificatign.

ndard should be considered as a sectional specification
ferrite core manufacturers and customers about surface
e

mative references

bwing documents, in whole or in part, are normati ferenced in this docum
spensable for its application. For dated B e edition cited app
references, the latest edition & ihcluding any amen
its of surface irregularitie

isual inspectign and regomme

tate quick. ideqtifi
the foll

Table&@v\

es for given irregularity versus location

ularities

btiations
mative

ent and
ies. For
dments)

d on its

V)’éa{ch\ Type of irregularity For limits, seg
surf\c§§ Chips 3.2.1
Ragged edges 3.2.1
Cracks 3.3
-post Chips 3.2.2
Ragged edges 3.2.2
Cracks 3.3
Outer walts chips 322
Cracks 3.3
Back wall Chips 3.2.2
Ragged edges 3.2.2
Cracks 3.3
Pull-outs 3.5
Wire slot areas Chips 3.2.2
Ragged edges 3.2.2
Flash 3.4
Wire way areas Chips 3.2.2
Ragged edges 3.2.2
Flash 3.4
Clamping recess areas Chips 3.2.2
Ragged edges 3.2.2
Pull-outs 3.5
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3.2 Chips and ragged edges
3.21 Chips and ragged edges on mating surfaces

The areas of the chips located on the mating surfaces (C1, C1’ and C1” irregularities in
Figure 1) shall not exceed the following limits:
— the cumulative area of the chips shall be less than 4 % of the total mating surface;

— the total length of the ragged edges shall be less than 25 % of the perimeter of the relevant
surface.

L
L 2 R1' ,
i "'—"1' Py C1

R1

- c1y

C1 L\ 1O

n edge of-wire\slot area
IEC

Key
C1, C1’, ¢1": chip

R1, R1’: rpgged edge

L;, L,: length of ragged edge

Allowab

Co{g size \ > Mating surfaces (mm?2) Other surfaces (mm?
RM4/RMANE <2 <4
/R <3 <6
RM8 <4,5 <9
RM10 <7 <15
RM12 <12,5 <25
RM14 <15 <30
NOTE These limits are applicable to cores with and without a hole in the centre-post.

3.2.2 Chips and ragged edges on other surfaces
The areas of the chips located on the other surfaces shall not exceed the following limits:

— The allowable chipping areas are doubled as compared to the limits for the mating surface
(see Table 2).
— The rule for the ragged edges is the same as for the mating surface.

— Chips and ragged edges are not acceptable on the ridge of the clamping recess area.
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— Chips and ragged edges are not acceptable on the inner edges of the wire slot area
(see Figure 1).

The area and length references for visual inspection are given in Table 3.

@%
8
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Table 3 — Area and length references for visual inspection

Area A B Cc D E Area A B c D E

0,5 mm?

R el = | o |y | 125mm? ® B g p— k

2 e

2,0 mm2 . T /\(

DU Y ) --—;17,5mm2. N

25mm’ | o | | = A §§\/

' ® H = == kA 67 \

35 @ W mm | - <:°§§@/;; — k

Om’ | @ | | | —

senm | @ /\;}f§> ol ol il o

e ‘i?%{ " @ M wm o A

Q%&xi

ClIlemm—
S\am

Foncox - 0w m—h

9.0 mm? -

ST e o A

T @ M- —

5 mm 7,5 mm 10 mm

IEC
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3.3 Cracks

A single continuous crack which intersects the perimeter of the relevant surface at two points is
not acceptable (see S1, S1’ and S1” irregularities in Figure 2).

The limits for cracks at various locations shown in Figure 2 and Figure 3 are given in Table 4.

Back wall

Outer wall

4 IEC

NOTE The boundary between the outer wall and the back wall is shown by a dashed line in Figure 3.

Figure 3 — Cracks location — Bottom view
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Table 4 — Limits for cracks

Type Location Limits for single crack Limits for multiple cracks
S1, S1', S1” Any place Not acceptable Not acceptable
S2, S2' Mating surface of centre-post 50 % of centre-post Centre-post thickness
thickness
S3, S3' Mating surface of outer wall Wall thickness, W 2w
S4, S4/ Centre-post Centre-post thickness Centre-post thickness
S5 Outer wall Wall thickness, W aw
S6, S6', S6” Back surface Back wall thickness 4 x back wall thickness
S7, S7’ Corner of centre-post/back 25 % of centre-post 5 % ofcentre-post
wall circumference circum e
and outer wall/back wall 25 % of relevant arc \ 25 arc
58 Side of back wall Lamination cracks in/t@&ck\qz%\are}q}sggftable

NOTE For cores without a hole in the centre-post, the centre-post thickness is Wd ny the centre-
post diameter, i.e., in Table 4 the limit of "50 % of the centre-post thickftess"\becomes"238 % ofthe ceptre-post
diameter|', and "centre-post thickness" becomes "half of the centre-postdiameste "x

N

The acdeptance criteria for the size of a crack are b t i thickness I of the
outer wall of the relevant core size. Table 5 an i > ive' all W Values approxinjated as
(a - dy)2. %

Table 5 — W dimensions

Core size

RM 4
RM 5
RM 6
RM 7
RM 8

o

IEQ

RM 14

Figure 4 — Dimension W

3.4 Flash

Figure 5 shows examples of flash location for an RM-core.
There shall be no flash extending from the core into the wire slot.

3.5 Pull-outs

Figure 5 and Figure 6 show examples of pull-outs location for RM-core.

The cumulative area of the pull-outs on the bottom surface or the clamping recess area of the
core shall be less than 25 % of the total respective surface area (including wire-way areas for
the bottom surface).
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Example of flash

\—Pull—out
\Q\K Wire-way area

Figure 5 — Flash and pull-out

3.6 G

Figure 7

— A si of the

resp

— The|cumulative~apéa of the crystallites located on any surface shall be less than 4% of the
respgctive surface area.

Crystallites

IEC

Figure 7 — Crystallites location for RM-core
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3.7 Pores
Figure 8 shows examples of pores location for an RM-core.

— The number of pores located on the same surface shall not exceed 2. The total number of
the pores located on all surfaces shall not exceed 5.

— A hole with an area larger than 1 mmZ2 on any surface is not acceptable.

AN

Pore
IEC
Figure 8 — Pqres lo
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX FERRITES - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES
AUX LIMITES DES IRREGULARITES DE SURFACE -

Partie 2: Noyaux RM

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondial omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de normg aines de
I"électficité et de I'électronique. A cet effet, 'I|EC — entre autres activités — publie d tionales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécification S) et des
Guidep (ci-aprées dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration et confié '‘études, aux
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet . organisations
interngtionales, gouvernementales et non gouvernementales, en li&l 3 N partllpent égalgment aux
travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internatj atign (ISO), gelon des
conditjons fixées par accord entre les deux organisations.

Les degcisions ou accords officiels de I'l[EC concernant les quesf{ions te¢ a mesure
du popsible, un accord international sur les sujets étudids, éta de ''EC
intéreg$sés sont représentés dans chaque comité d’étude

Les Plublications de I'lEC se présentent I agréées
commE telles par les Comités nationaux de que I'lEC
s'assyre de I'exactitude du contenu techniqu hsable de
I'éventiuelle mauvaise utilisation ou interprét

Dans |e but d'encourager I'uni ité i ationa i i ’ ' , 5 toute la
mesute possible, a appliquer deNfago aspa ationales
et rédionales. Toutes divery ipnales ou
régionfales corresponda

L'IEC |elle-méme ne fournit™aub pendants
fournigsent des 8 grques de
confomité de I'lE rtification
indép¢ndants

Tous | ion.
Aucune responsabilité Re doit-éire imp hdataires,
y compris s@ de I'lEC,
pour tput pr' se en ca ¢ dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage dg quelque
naturg g i d| ecte\ ou ihdirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justige) et les
dépens découlantade la Yublication ou de I'utilisation de cette Publication de I'IEC ou de tdute autre
Publig dit qui lui est accordé

L'attetion est=aftirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pdublications
référepcées est obligajdire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention/est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. LTEC ne sauralt eire tenue pour responsable de ne pas avolr identifie de tels droits

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60424-2 a été établie par le comité d’études 51 de I'lEC:
Composants magnétiques et ferrites.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1997 dont elle
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) ajout de cristallites en 3.6 et de pores en 3.7.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

51/1108/FDIS 514/1122/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

de érie 60424  nublide a

Une liste—de—toutesles—parties
ferrites |— Lignes directrices r
consultée sur le site web de I'lEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveg
Le titre gles normes existant déja dans cette série sera mis a jo

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne>s
stabilité| indiquée sur le site web de I''EC sous "hitp://
relativeg a la publication recherchée. A cette date, la i

e reconduite,
e supprimée,

o remplacée par une édition révisée, o

&

e amepdée.

de la—série |EC 60 —pub Litre~general Noyaux
elatives aux limites des irrégularités dg surfa

e, ‘peut étre

i{dessus.
2dition.

date de
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NOYAUX FERRITES - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES
AUX LIMITES DES IRREGULARITES DE SURFACE -

Partie 2: Noyaux RM

1 Domaine d'application

La présent ibles des
irrégulafité nérique
applical

Il convig
les négaci
surface,

2 Réflérences normatives

Les dod
partie,
référend
édition ¢

3 Limi

31 (

ative, en intégralit
on application. H
ces non datées, la

rités de

& ouU en
our les
Herniére

Le Tableau 1 jmdiq permettant d'identifier rapidement des| limites
recommandées c@. en fonction de leur emplacement.
Tableaa\ phes applicables pour des irrégularités données
ction de leur emplacement
Iacem Type d'irrégularité Pour les limites, \voir
urfates\de tact Eclats 3.2.1
Bords ébréchés 3.2.1
Fissures 3.3
Pole ce Eclats 3.2.2
Bords ébréchés 3.2.2
Fissures 3.3
Parois extérieures Eclats 3.2.2
Fissures 3.3
Semelle Eclats 3.2.2
Bords ébréchés 3.2.2
Fissures 3.3
Collages 3.5
Zones d'encoches de passage de fil Eclats 3.2.2
Bords ébréchés 3.2.2
Bavure 3.4
Zones de passage de fil Eclats 3.2.2
Bords ébréchés 3.2.2
Bavure 3.4
Zones d'encoches de clipsage Eclats 3.2.2
Bords ébréchés 3.2.2
Collages 3.5
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3.2 Eclats et bords ébréchés
3.2.1 Eclats et bords ébréchés sur les surfaces de contact

Les surfaces des éclats localisés sur les surfaces de contact (irrégularités C1, C1’ et C1” de la
Figure 1) ne doivent pas dépasser les limites suivantes:
— la surface cumulée des éclats doit étre inférieure a 4 % de la surface totale de contact;

— lalongueur totale des bords ébréchés doit étre inférieure a 25 % du périmétre de la surface
applicable.

L
L 2 R1' ,
i "'—"1' - C1

R1

- c1"

C1 L\ O

ng de¥a zone d'encoche
assage-de

IEC

Légende
C1, C1’, ¢1": éclat
R1, R1': Qord ébréché

L, L,: lorjgueur du bord ébrg

Fig 1 hés sur les surfaces de contact

Les surfaces admissible n noyau donné sont résumeées dans le Tablgau 2.

/\ bleau urfaces admissibles des éclats
Dim}ﬂ‘si{hs\du\nﬁu \ Surfaces de contact (mm?) Autres surfaces (mm?)

MM’S \) <2 <4

RM6, 7 <3 <6
RM8 <4,5 <9
Rivt+6 7 45
RM12 <12,5 <25
RM14 <15 <30

NOTE Ces limites s'appliquent aux noyaux avec et sans trou dans le pdle central.

3.2.2 Eclats et bords ébréchés sur les autres surfaces

Les surfaces des éclats localisés sur les autres surfaces ne doivent pas dépasser les limites
suivantes:

— Comparées aux limites pour la surface de contact, les surfaces admissibles des éclats sont
doublées (voir le Tableau 2).

— Larégle pour les bords ébréchés est la méme que pour la surface de contact.
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— Les éclats et les bords ébréchés ne sont pas acceptables sur I'aréte de clipsage de la zone
d'encoche de clipsage.

— Les éclats et les bords ébréchés ne sont pas acceptables sur les bords internes de la zone
d'encoche de passage de fil (voir Figure 1).

Les surfaces et les longueurs de référence pour le contréle visuel sont données dans le
Tableau 3.

@%
8
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Tableau 3 — Surfaces et longueurs de référence pour le contréle visuel

Surface | A B (o] D E Surface A B (o] D E

0,5 mm?

. = - - N 12,5 mm? . . [ ] | ] k

40,0 mm?2

45,0 mm?

e n
- m-———k A(
PrTelmm = n et g | gy
0 o | M| | - o .6 % h
¥ e W m | >0 k@/;; N
40m | @ | - — a
- /\£ 3} B | k
o AN
Somm -(k\ " @ | k
o
N L A
® A
® A

I -
’ ]
10,0 mm2
I =
Echelle 1:1
1 mm 2 mm 3 mm — 4 mm

5 mm 7,5mm 10 mm

IEC
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3.3 Fissures

Une seule fissure continue qui coupe le périméetre de la surface applicable en deux points n'est
pas acceptable (voir les irrégularités S1, S1’ et S1” de la Figure 2).

Les limites pour les fissures aux différents emplacements représentés sur les Figure 2 et
Figure 3 sont données dans le Tableau 4.

S1

ST

IEC

Figure 2 - placement des fi res — Vue de dessus

Semelle

Paroi extérieure

S8

- IEC

NOTE La frontiere entre la paroi extérieure et la semelle est représentée par une ligne discontinue sur la Figure 3.

Figure 3 — Emplacement des fissures — Vue de dessous
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Tableau 4 — Limites pour les fissures

IEC 60424-2:2015 © IEC 2015

Type Emplacement Limites pour fissure Limites pour fissures
unique multiples
S1, S1', S1” N'importe ou Non acceptable Non acceptable
S2, S2' Surface de contact du pdle 50 % de I'épaisseur du pdle Epaisseur du péle central
central central
S3, S3' Surface de contact de la paroi Epaisseur de la paroi, W 2w
extérieure
S4, S4' Péle central Epaisseur du pdle central Epaisseur du pdle central
S5 Paroi extérieure Epaisseur de la paroi, W
S6, 96', S6” Surface de fond Epaisseur de la semelle 4 x Ifépais semelle
N
S7, S7’ Coin du pble central/semelle | 25 % de la circonférence du 5% ence du
et paroi extérieure/semelle plle central
25 % de l'arc appliceyzie\ 5 C icable
58 Partie latérale de la semelle Les fissures de toles écmhé@ ay niveau de la|semelle
/r{e\Qn pagacc ptakles
NOTE Pour les noyaux sans trou dans le pdle central, I'épaisseur 0 ce}t‘réie \rewat\,ée par la moitié du
diamétre| du péle central, c'est-a-dire, dans le Tableau 4, la limite "50 % de~¥épaisseur du pdle centrall' devient
"25 % dy diameétre du pdle central" et "épaisseur du pdle centraf” dezr'rept "l oitré du diamétre du pdle central”.

€ asésur I'épaisseur minfmale W

Le crité
€ Tableau 5 et la Figure 4 donnent

DirIensions
dy noyau

>

RM 4
RM 5
RM 6

RM 10
RM12

IEQ

4
N

Figure 4 — Dimension W

3.4 Bavure
La Figure 5 donne des exemples d'emplacements de bavures sur un noyau RM.

Il ne doit pas y avoir de bavure s'étendant du noyau a I'encoche de passage de fil.

3.5 Collages

La Figure 5 et la Figure 6 donnent des exemples d'emplacements de collages sur un noyau RM.

La surface cumulée des collages sur la surface du fond ou sur la zone d'encoche de clipsage
du noyau doit étre inférieure a 25 % de la zone de surface totale respective (comprenant les

zones de passage de fil pour la surface de fond).
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